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Bescheinigung 

Die Beiersdorf AG in Hamburg/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der 
Bezeichnung 

"Elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivierbare 
Klebstoffolie" 

am 4. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. . 

Das angeheftete Stuck ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprung- 
lichen Unterlage dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschien Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole - 
C 09 J und H 05 K der Internationalen Patentklassifikation erhalten; 

Munchen, den 8. April 1999 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 
In^^trag 

Aktenzeichen: 198 30 021.2 ^ ^ 
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Beschreibung 

Elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivierbare Klebstoffolie 

Die Erfindung beschreibt eine elektrisch lertfahige, thermoplastische und hitzeaktivier- 
bare Klebstoffolie, wie sie zur dauerhaften Verbindung von zwei Gegenstanden verwen- 
det wrrd. 

Elektronische Bauteile werden zunehmend kleiner, wodurch ihre Handhabung und Ver- 
arbeitung immer weiter erschwert wird. Vor allem belm Herstellen von elektrischen Kon- 
takten zwischen den Bauteilen und/oder den Anschliissen zeigt sich, daR herkbmm- 
liches Loten die entsprechenden Kontakte nicht mehr einfach und kostengunstig verbin- 
den kann. 

Die Verklebung elektronischer Bauteile durch elektrisch leitfahige Klebstoffschichten ist 
deshalb eine sich entwickelnde Alternative. 

Fiir den Bereich der elektrisch leitfahigen Klebebander ist es Stand der Technik, leit- 
fahige Pigmente wie RuB, Metallpulver. ionische Verbindung u.a. in Klebemassen ein- 
zusetzen. 

Bei ausreichenden Mengen beriihren sich die Partikel untereinander und die Moglichkeit 
des Stromflusses von Partikel zu Partikel Ist gegeben. Der StromfluB ist hier nicht rich- 
tungsorientiert (isotrop); fiir spezielle Anwendungen wie elektronische Schalter, Kontak- 
tierung von Leitern etc. besteht aber die Forderung, elektrische Leitfahigkeit nur in 
Dickenrichtung (z-Richtung) durch das Klebeband zu erzielen, dafur aber keine Leit- 
fahigkeit in der flachigen Ausdehnung (x-y-Ebene) der Klebeschicht. 

In sp ziellen Fall n ist femer sicherzust llen/zu ford rn, dalS die leitfahigen Stellen 
durch die Klebeschicht (in z-Richtung) 



- homogen verteilt srnd, so daB beliebig St lien des Klebebands 
identisch verwendet und zu gleich n Erg bnissen fuhren; 

- kleine Querschnitte haben, urn auch im Bereich der Elektronik eng zusammen- 
liegende Leiterbahnen selektiv ohne Gefahr von Kurzschlussen verbinden zu konnen 
und da& 

- die lertfahigen Stellen unterelnander isoliert sind, indem die Zwischenraume mit nicht 
leitenden Materialien ausgefuitt sind. 

Das US-Patent US 3.475,213 beschreibt statistlsch verteilte spharische Partikel, die 
ganz aus einem leitfahigen Metall bestehen Oder mit einer elektrisch leitfahigen Schicht 
versehen sind. Die besten Ergebnisse werden mit Partikein erzielt. die nur wenig kleiner 
sind. als die Dicke der Klebemasseschicht ist. 

Mit dem US-Patent US 5,300.340 werden durch ein spezielles Herstellverfahren mit 
einer rotierenden Trommel elektrisch leitfahige Partikel in die Klebemasse eingebracht. 

Beide der oben beschriebenen Haftklebebander basieren auf selbstklebenden Acrylat- 
polymerklebemassen und konnen zwei Substrate nicht mrt einer Festigkeit verbinden, 
wie sie fur eine dauerhafte Verklebung von Noten ist. Vor allem Verbrndungen, die dau- 
erhaft oder wiederholt belastet werden, wie zum Beispiel durch Zug-, Torsions- oder 
Scherkrafte, zeigen bereits nach kurzer Zeit Abloseerscheinungen. Das liegt darin 
begrundet. daB beim zitierten Stand der Technik die generell niedrige Klebkraft der 
PSA-Klebebander durch den Zusatz von elektrisch leitenden Partikel welter herabge- 
setzt wird. Die Verbindungstechniken sind deshalb nicht ausreichend, um dauerhafte 
Verbindung bei mechanisch beanspruchten elektronischen Kontakten zu gewahrleisten. 

Die zugefugten Partikel setzen zum einen die Verklebungsfestigkeit herab, zum anderen 
bewirken sie einen Abstand des Klebebands zur Oberflache, da die Partikel zu einem 
gewissen Grad aus der Oberflache herausragen. was zur Verbesserung der elektrischen 
Leitfahigkeit durchaus erwiinscht ist. 

Bei einem Produktaufbau wi sie das US-Patent US 5,300,340 beschreibt, nutzt man 
diesen Produktaufbau bewulit, indem man groRere Partikel einmischt als die Dicke der 
Klebemasse betragt. 



Die oben vorgestellt n Verfahren z igen nicht nur unzureichende V rbindungsfestigkei- 
ten fur mechanisch beanspruchte elektrische Kontakte, sie lassen sich auch wieder 
losen, wodurch Manipulationen moglich sind und Urheberrechte insbesondere bei sen- 
siblen elektronischen Bauteilen leicht verietzt werden konnen. Vor allem bei elektroni- 
schen Geraten, die klein und flexibel sind, wie sie in elektronischem Spielzeug Oder 
Chipkarten venwendet werden, 1st die elektrisch leitende Klebeverbindung haufig nicht 
durch ein starres Gehause geschutzt und fCir solche Manipulation anfallig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Verklebung eines Tragerelements in 
Datentragem Oder elektronischen Bauteilen mit Hilfe einer thermoaktivierbaren Klebe- 
schicht eine gute und dauerhafle Verbindung zu erzielen bei gleichzeitiger Herstellung 
eines elektrisch leitfahigen Kontaktes. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Klebstoffolie, wie sie in dem Hauptanspruch 
naher gekennzeichnet ist. Gegenstand der Unteranspruche sind vorteilhafte Weiterbil- 
dungen des Erfindungsgegenstands. 

ErfindungsgemaB enthalt die elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivier- 
bare Klebstoffolie 

i) ein thermoplastisches Polynner mit einem Anteil von 30 bis 90 Gew.-%, 

ii) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% 
und/oder 

iii) Epoxidharze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigem, mit einem Anteil von 
5 bis 40 Gew.-%, 

iv) versilberte Glaskugein mit einem Anteil von 0,1, ganz besonders bevorzugt 10 Gew.- 
%, bis 40 Gew.-%, wobei der Durchmesser der Glaskugein zumindest gleich der 
Dicke der Klebstoffolie ist. 

Der Durchmesser der Glaskugein kann aber auch etwas uber der Dicke der herzustel- 
lenden Klebstoffoli liegen. 
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Die Kl bstoffoli ist ein Mischung von reaktiv n Harzen, die bei Raumtemperatur ver- 
netzen und in dreidim nsionales. hochfest s Polymernetzwerk bilden. und von dauer- 
elastischen Elastomeren. die einer Versprodung des Produktes entgegenwirken. Das 
Elastomer kann bevorzugt aus der Gruppe der Polyolefine, Polyester, Polyurethane 
5 Oder Polyamide stammen oder modifizierte Kautschuke sein, wie zum Belspiel Nitrilkau- 
tschuk. 

Die insbesondere bevorzugten thermoplastischen Polyurethane (TPU) sind als Reak- 
tionsprodukte aus Polyester- oder Polyetherpolyolen und organischen Diisocyanaten wie 
10 Diphenylmethandiisocyanat bekannt. Sie sind aus uberwiegend llnearen Makro- 
molekiilen aufgebaut. Solche Produkte sind zumeist in Form elastischer Granulate im 
. ^P^jf Handel erhaltlich, z. B. von der Bayer AG unter dem Handelsnamen „Desmocoir. 

Durch Kombination von TPU mit ausgewahlten vertraglichen Harzen kann die Erwei- 
15 chungstemperatur der Klebstoffolie ausreichend gesenkt werden, so daB eine Verfor- 
mung des Kartenkorpers wahrend des Herstellungsprozesses ausgeschlossen ist. 
Parallel dazu tritt sogar eine Erhohung der Adhasion auf. Als geeignete Harze haben 
sich beispielsweise bestimmte Kolophonium-, Kohlenwasserstoff- und Cumaronharze 
erwiesen. 

20 

Altemativ dazu kann die Reduzierung der Erweichungstemperatur der Klebstoffolie 
durch die Kombination von TPU mit ausgewahlten Epoxidharzen auf der Basis von 
Bisphenol A und/oder F und einem latenten Harter erreicht werden. Eine Klebstoffolie 
(i^ aus einem derartigen System eriaubt ein Nachharten der Klebfuge, entweder allmahlich 
25 bei Raumtemperatur ohne jeden werteren auBeren Eingriff oder kurzzeitig durch eine 
geziette Temperierung der Karten nach der Herstellung. Auf diese Weise kann ein spa- 
teres, zerstorungsfreies Herauslosen des Chips in krimineller Absicht, z. B. unter Ver- 
wendung eines Cibiichen Bugeleisens. unterbunden werden. 

30 



Durch die chemische Vemetzungsreaktion der Haize werden grofle Festigkeiten zwi- 
schen dem Klebefilm und der zu verklebenden Oberflache erzielt und eine hohe innere 
Festigkeit des Produktes err icht. 



Die Zugabe di s r reaktiven Haiz/Hart rsyst m fuhrt dabei auch zu einer Erniedrigung 
der Erw ichungst mp ratur der o.g. Polymere, was ihre Verarbeitungstemperatur und 
-geschwindigkeit vorteilhatt senkt. Das geeignete Produkt ist ein bei Raumtemperatur 
Oder leicht erhohten Temperaturen selbsthaftendes Produkt. Beim Erhitzen des Pro- 
duktes kommt es kurzfristig auch zu einer Erniedrigung der Viskositat wodurch das Pro- 
dukt auch rauhe Oberflachen benetzen kann. 

Die in der Klebstoffolie enthattenen Kugein ermoglichen lediglich eine Leitfahigkeit in z- 
Richtung; in der x-y-Ebene kommt wegen der fehlenden Beruhrung untereinander keine 
Leitfahigkeit zustande. 

Die Zusammensetzungen fiir die Klebstoffolie lassen sich durch Veranderung von Roh- 
stoffart und -antell In weltem Rahmen variieren. Ebenso konnen weitere Produkteigen- 
schaften wie beispielsweise Farbe, thermische oder elektrische Leitfahigkeit durch 
gezlelte Zusatze von Farbstoffen, minerallschen bzw. organlschen Fullstoffen und/oder 
Kohlenstoff- bzw. Metallpulvern erzlelt werden. 

Voizugsweise weist die Klebstoffolie eine Dicke von 20 bis 500 pm auf. 

Besonders vorleilhaft kann die erflndungsgemaRe Klebstoffolie eingesetzt werden zum 
Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper, der mrt einer Aussparung 
versehen Ist, in die eIn elektronisches Modul anzuordnen Ist. das auf der ersten Seite 
mehrere Kontaktflachen und auf der der ersten Serte gegenuberliegenden zwelten Seite 
einen IC-Baustein aufweist. dessen AnschluRpunkte iiber elektrische Leiter mit den 
Kontaktflachen verbunden sind, wobei die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten 
Seite des Moduls mit dem Kartenkorper dient. 

Vorzugsweise hat In diesem Falle die Klebstoffolie die gleichen Malie wie das Modul 
und liegt als Stanzling vor. 



Daruber hinaus ist auch di V nwendung der Klebstoffolie zum strukturellen Kleben, 
gegeben nfalls mit anschli fi nd r Hitzehartung, moglich. 
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Die Erfindung beschreibt eine elekthsch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivier- 
bare Klebstoffolie, wie sie zur dauerhaften Verbindung von zwei Gegenstanden verwen- 
5 det wird. Im Gegensatz zu Verklebungen mit einem Haflklebeband werden hierbei 
Festigkeiten, wie sie im konstruktiven Bereich benotigt werden, dauerhaft errelcht und 
auch bei chemischen, thermischen oder klimatischen Belastungen beibehalten. 



10 Zur Herstellung der Klebstoffolie wird die die Folie bildende Masse als Losung auf ein 
flexibles Substrat (Trennfolie oder Trennpapier) gegossen und getrocknet. so dafS die 
IjPy Masse von dem Substrat leicht wieder entfernt werden kann. 

Nach entsprechender Konfektlonierung konnen Stanzlinge oder Rolle von dieser Kleb- 
15 stoffolle bei Raumtemperatur oder bei leicht erhohter Temperatur auf das zu verkle- 
bende Substrat (elektronisches Bauteil, Modul etc.) aufgeklebt werden. 

Die zugemischten reaktiven Harze solHen bei der leicht erhohten Temperatur noch keine 
chemische Reaktion eingehen. So muB die Verklebung nicht als einstufiges Verfahren 
20 erfolgen, sondern auf eines der belden Substrate kann einfachheitshalber, wie bei 
einem Haftklebeband, zunachst die Klebstoffolie geheftet werden, indem man in der 
Warme laminiert. Beim eigentlichen HeiUklebeprozess mit dem zweiten Substrat hartet 
das Harz dann ganz oder teilweise aus und die Klebefuge erreicht die hohe Verkle- 
1^ bungsfestigkeit, weit oberhalb denen von Haftklebesystemen. 

25 Die Klebstoffolie ist dementsprechend insbesondere fiir ein HelBverpressen bei Tempe- 
raturen unter 120 "C. insbesondere bei 80 bis 100 **C, geelgnet. 

Anders als leitfahig gefullte Flussigkleber oder Klebepasten, die meist zur isotrop leit- 
fahigen Verbindung geeignet sind, hartet die beschriebene Klebstoffolie aber nicht zu 

30 einem sproden Film aus, sondem bleibt durch das ausgewogene Verhaltnis von Vernet- 
zerharz und elastischem Kautschuk in einem zahelastischen Zustand. wodurch insbe- 
sondere Schalbewegungen und -Beanspruchungen gut uberstanden werden konnten. 
Der groBe Vorteil des b schriebenen Kl befilms kommt uberall dort zum Tragen. wo 
bisher eine Verklebung oder Befestigung und eine elektrisch leitende Verbindung in 

35 zwei separaten Schritt n durchgefuhrt wurde. Das b d utet in den all rmeisten Fall n 
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auch in n erhohten Platzb darf fur Befestigung und leitfahige Verknupfung, was bei 
kleineren elektronisch n Bauteil n von Nachteil ist. Auch b notigt der separat durchg - 
fuhrte Verklebungsschritt spezielles Equipment und teure Maschinen. 

5 Die erfindungsgemalien Klebstoffollen zetchnen sich somit durch eine Reihe von Vortei- 
len aus: 

• Sie besitzen eine hohe Kohasion und Elastizitat bei Raumtemperatur. 

• Sie zeigen eine hohe Adhasion auf den Ciblichen Chip-Kartenmaterialien wie bei- 
spielsweise PVC, PC, PET oder ABS. 

10 • Sie sind aktivierbar unterhalb der Erweichungstemperatur der Kartenmaterialien. 

I DarCiber hinaus weisen Chipkarten, deren Module mit einer erfindungsgemaUen Kleb- 
stoffolie eingeklebt werden, eine besonders hohe Biegefestigkeit auf. Dies beweist die 
Durchfuhaing eines Dauerbiegetests unter standigem Lastwechsel nach DIN EN 20 

15 178. 



Im folgenden soil anhand mehrerer Beispiele die erfindungsgemalie Klebstoffolie ver- 
deutlicht werden, ohne die beschriebene Erfindung unnotig einschranken zu wollen. 

20 

Beispiel 1 

^ Die folgenden Bestandteile wurden in einem Aceton/Methy-ethyl-Keton-Gemisch gelost 
25 und als Losung auf ein silikonislertes Papier aufgetragen und anschliefiend getrocknet. 



Handelsname Gew.-% 

Themnoplast. PU (TPU) Desmocoll 400 55 

Epoxidharz (Bisphenol A) Rutapox0164 25 

Dicyandiamid Dyhard 100 S (SKW Trostberg) 5 

versilbert Glaskugein Conductofil 20-60 15 



Dick der getrockn ten Kl bstoffoli 
Gewicht der Klebstoffolie 
Durchgangswiderstand 
spez. Widerstand 
Verklebungsfestigkeit 



Mm 58 
g/m^ 55 
mO. 3,5 
am 0,30 
N/mmMO 



ASTM D 1000 
ASTMD 1000 
ASTM D 2739 
ASTM D 2739 
DIN EN 1465 
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Patentanspriich 

1. Elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktrvierbare Klebstoffolie. enthaltend 
i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von 30 bis 90 Gew.-%, 

5 ii) ein Oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% 
und/oder 

iii) Epoxidharze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteil 
von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) versilberte Glaskugein mit einem Anteil von 0,1 bis 40 Gew.-%, wobei der 

10 Durchmesser der Glaskugein zumindest glelch der Dicke der Klebstoffolie ist. 

2. Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB es sich belm thermo- 
plastischen Polymer um thermoplastische Polyolefine, Polyester, Polyurethane oder 
Polyamide Oder modifizierte Kautschuke, wie insbesondere Nitrilkautschuke. handelt. 

15 

3. Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die Klebstoffolie mit 
einem oder mehreren Additiven wie Farbstoffen, mineralischen bzw. organischen 
Fullstoffen, belspielswelse Silizlumdioxid, Kohlenstoffpulvern und Metallpulvern 
abgemischt ist. 

20 

4. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dad die 
Klebstoffolie eine Dicke von 20 bis 500 Mm aufweist. 

']tjff 5. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali die 
25 Klebstoffolie fiir ein HeiBverpressen bei Temperaturen unter 120 "^C, insbesondere 
bei 80 bis 100 "C, geeignet ist. 

6. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Klebstoffolie die gleichen MaBe wie das Modul hat und als Stanzling vorliegt. 

30 

7. Verwendung einer Klebstoffolie nach einem der Anspriiche 1 bis 6 zum Implantieren 
von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper, der mit einer Aussparung versehen 
ist, in die ein elektronlsches Modul anzuordnen ist. das auf der ersten Seite mehrere 
Kontaktflach n und auf der der ersten S it geg nuberliegend n zweiten Seite einen 

35 IC-Baustein aufweist, d ssen Anschluftpunkte uber elektrische L iter mit den Kon- 
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taktflachen verbunden sind, wobei die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten Seite 
des Moduls mit d m Kartenkorper di nt, 

8. Verwendung einer Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 6 zum strukturellen 
Kleben, gegebenenfalls mit anschlieSender Hitzehartung. 
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Zusamm nfassung 

Elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivierbare Klebstoffolie, enthaltend 
i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von 30 bis 90 Gew.-%, 
5 ii) ein Oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% 
und/oder 

iii) Epoxidliarze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteli 
von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) versilberte Glaskugein mit einem Anteil von 0,1 bis 40 Gew.-%, wobei der 

10 Durciimesser der Glaskugein zumindest gleicli der Dicke der Klebstoffolie ist. 



0 



